
【D-１】 最新のパッケージ・実装技術動向                             （敬称略） 

  10月 31日(木) 14:00-16:40     
   セッションチェアマン︓ 森川 泰宏(㈱アルバック)・藤原 健典(東レ㈱) 

◆ チップレットパッケージの多様化とアプリケーションへのマッチング 

                     株式会社 SBR テクノロジー  
代表取締役 
西尾 俊彦 

 
 
 
 
     [講演要旨] 
           チップレットパッケージはシリコン、RDL, ファンアウトブリッジを代表とするインターポーザー構造、サブストレート

へガラスコア採用、さらにハイブリッドボンディングの展開など多様化し発展しています。これらの今後のマーケット

や要求される性能を満たすためのロードマップを推定する上で、クラウド生成 AI 学習モデルのトレーニング、推

論実施、クラウド CPUのアプリケーションに対するマッチングと今後の展開について解説する。 

 
     [講演者プロファイル]  
          – 1988年︓日本 IBM(株)半導体研究所 

– 1993年: 同上 1先端実装技術アプリケーション開発 

– 2003年: IBM Distinguished Engineer (技術理事) 

– 2011年: STATSChipPAC Ltd. 

– 2013年: 同日本法人代表 

– 2016年 1月︓株式会社 SBR テクノロジー 設立 
 

 

◆ 3D積層 CMOS イメージセンサの進化と将来 

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 
第 2/第 4研究部門 
部門長 
Corporate Distinguished Engineer 
岩元 勇人 

 
 

[講演要旨] 
            スマートフォンなどに搭載されているイメージセンサは、高画質と高機能化が求められている。ソニーは、2008

年から裏面照射型CMOSイメージセンサの量産を開始し、2012年から積層型、2015年にはCu-Cu接続



型という 3D積層技術を導入することで特性を向上させてきた。本講演ではこれらの技術進化と将来展開につ
いて講演する。 

 
      [講演者プロファイル]  
              1992年明治大学大学院理工学研究科応用化学専攻博士前期課程修了、同年ソニー株式会社 

（現、ソニーグループ株式会社）入社。 
入社以来一貫して、半導体ユニットプロセス技術、およびプロセスインテグレーション技術の研究開発に従
事。特に、裏面照射型 CMOS イメージセンサの基本プロセス設計の確立や量産現場での立ち上げを主
導。さらに、世界的に高く評価されている積層型 CMOS イメージセンサー（Cu-Cu接続方式）において
は、要素研究から量産展開までを牽引。現在は、イメージセンサやマイクロディスプレイデバイスなども含め
た半導体プロセスのトータル設計、およびモバイルデバイス開発を統括。日本エレクトロニクス実装学会理
事、応用物理学会界面ナノ電子化学研究会委員長、SEMI テクノロジー推進委員長。 

 
 

◆ Process Challenges for High Bandwidth Memory(HBM) 

                           
                                 マイクロンメモリジャパン株式会社 

 Technology Development 
 Process Development 
 Sr Manager-BEOL 

                                  横井 直樹 
 

 [講演要旨] 
              High bandwidth memory (HBM) is a 3D-stacked, high performance memory device 

used as a part of system in package (SiP) and its market is rapidly expanding.  In this 
presentation, the configuration of a SiP utilizing HBM cubes is shown.  Also, the 
challenges in silicon process to enable HBM cubes and the electric characteristics of a 
TSV are discussed.  In addition, the interaction between silicon process and packaging 
to build cubes is overviewed. 

 
       [講演者プロファイル]   
              1995 年 3 月、大阪大学大学院後期課程修了。三菱電機株式会社に入社。ルネサステクノロジ株式

会社、エルピーダメモリ株式会社を経て、2013 年よりマイクロンメモリジャパン株式会社に所属。エルピーダ
メモリ在職中の 2011年より Via Last方式の TSV及び関連するプロセスの技術開発に従事し、マイクロ
ンでは Via Middle方式での TSVのプロセス技術開発に従事する。これらの技術開発を通して、HBM を
始めとする積層 DRAMの製品化に携わる。2022年より現職。 

 

  ※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。 

  【E-2】 光通信デバイス 
 【E-3】 高密度実装 


